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1 はじめに

々
寸 とその体クトは，

系化を目的として，

とともに，マイク口・ナノ

とその応用化を自

ツナングと CVDダイヤ

こそンド成膜訟を併用し，

ンドアレイ工具とよぶ）

レバーおよびマイクロミリ

としての有用性につし

と， 力0］二と

、

さらに，

、たナノ切出ljをリアルタイ

ナノ加工・計測システムを開発した．

した加工用 AFも在カンチレ

れ刃形状を種々

AFMカンチレバーおよび、マイクロミリ

＼より精細な微細加工を実現する

2 加工用AF語力ンチレバー

AFM機構と加工用AFMカンチレバーを用いてNi-P合金への微細溝加工を行うことを目的とし

ている．これまでの研究から，単結品シリコン（100）面の異方性エッチングと多結品ダイヤモンド

CVDを組み合わせて作製したダイヤモンド切れ刃による加工では，切れ刃先端部の形状が規定さ

れるため，より高精細で、任意の潜加工を行うことはできなかった．そこで，集束イオンビーム

ことで微締なV

35° ，すくい角を合O～20° の

し， 4.18nAのピ

AFMカ

と， Oβ3nAの

レバーの SEM

ある．図のように，鋭し

ること
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すくし …20° -100 。ハU 100 20° 

よび加工後の切れ刃先端部のSEM

i翠2は，

よ

る．

すく

O～20° い角帽20°

では 50～lOOμm

SEJ¥在

、て，流れ形の切りくずが生成されている．この切りく

さに短く分断されているのに対して，すくし

となっ

り 500 

100 

3.0 

がりが発生した．

グなどの形状変化はみ

関3は，各すくし

さ，溝rj1高およびアスペクト比（深さ／幅）の

関係である．溝深さ溝l掘ともにすくい角が 00

のとき最大となり，それぞれ 447nm, 360nm 

となった．また，アスペクト比はすくい角’20°

を除いて， 1.5程度となった．切れ刃の断面形

状のアスペクト比は 1.59であることから，切れ

く転写されていること
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4 

と溝深さ，

アスペクト比は 1.3～1.5と

となった．このことか

さ，溝l掘に対して十分に小さく，

も切れ刃形状が溝形状によく転写される

ことがわかる．
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3 マイク口ミ ＇）

これまでの研究で，

られてい

る．

化 、、E／
pa
 

／’s
、、

リコンへの

を用いて

切れ刃

加工し，

図5

きていることがわかる．

のダイヤモン

っている．

Bで約196μm,

Aで約 226μm，工

C で約 183~tm である．

と

抗は3 とも

向の）！頃に大きくなってし

B, C）の切削抵抗は逃げ角 00

のそれよりも小さくなっている．

の逃げ回が有効に作用したことによるものと

える．

4 おわりに

クトでは， オンビームによ

り加工用AF百在カンチレバーおよび、マイクロミ

リング工具の切れ刃形状を種々変化

験を行い， より ill.:£.</:m..J.：：..づ品村山γ

の試作を行っ

ト比と

切れ刃のアスベク

1.5の微細V

あった．
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削抵抗の陶或 し7乙 けてさら こと よ

り なツーノレとなりうる．

20 (C) こと

礼申し上げます．

5 プロジェク

特許

：ダイ ン
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レバー

日： 2008嗣226272

6 ブ口ジェクト成果の応用磁

クト るよう AFM 

カンチレバーとマイク口ミリ

3 さら

る．

ア利用施設

カ ンチレバーによ

およ カンチレバーによ のため， 1 8 してし
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